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摘要(译)

公开了一种微LED转移方法和制造方法。 所述微LED转移方法包括：在
载体基板上涂覆牺牲层，其中，微LED通过第一结合层（S1100）结合
在载体基板上； 图案化牺牲层以暴露要拾取的微型LED（S1200）； 通
过第二结合层将待拾取的微型LED与拾取基板结合（S1300）； 通过底
切去除牺牲层（S1400）; 从载体基板上取下要拾取的微型LED
（S1500）; 通过第三接合层将拾取基板上的微型LED与接收基板接合
（S1600）； 并从拾取基板上取下微型LED（S1700）。
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